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摘要：本文使用岛津公司 CFT-EX流变仪，采用恒温和升温两种模式，测试 IC密封胶流动性。试验证明，岛津公司 CFT-EX可满足试
验标准的各项指标要求，可精准测量 IC密封胶的流动性。
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热固性树脂 (含填充物 )在印刷配线板里用得很多，了解材
料的物理特性、粘度和硬化时间对管理硬化温度等的品质问题就
变得非常重要。热固性树脂是 IC，LSI等的封装材料里经常用到的。
因此，如何提高生产效率降低不良率就显得非常重要。溶融粘度

也是有关系的，试料至固化为止需要的时间越短，提高生产效率
越好，但是缩短成形时间又会造成质量不好的情况。为了寻找更
好的工艺方法和成形条件就必须对它的特性进行评价。因此我们
采用岛津 CFT-EX对其进行流动性评价。

图 1. CFT-EX

■实验部分
1.1 仪器
CFT-EX流变仪
1.2 分析条件 

加压方式：砝码定试验力
试验方法：恒温法、升温法
加热方式：电热方式 500W

使用范围：（室温＋ 20℃）～ 400℃
温度测定精度：±0.3℃ + 检出器誤差 (±（0.3＋0.005|t|）℃ ) 

温度升温速度：0.5～ 6.0℃ /min

所需电源：AC100V，50/60Hz，700VA

■试验介绍
CFT-EX（如图 1）的测定方法有试验温度保持一定的恒温模

式及试料温度按一定的速率升温的恒速率升温模式两种。特别要
说明，恒速率升温模式下试料由塑性流动到固态范围的流变性质
仅用 1次试验就可以求得结果，是其他流变仪所没有的特有试验
模式。

图 2表示的是恒温试验法测定的 IC封装剂（环氧树脂 +填
充物）的行程－时间曲线。试料是未处理和处理后干燥的树脂，
使两者进行试验比较。试料 1是未处理的树脂，可从曲线看到它
固化时间长，粘度低。试料 2是试料 1干燥后的树脂，硬化时间
短，粘度变高。2种试料的粘度差，即是对保管条件 (吸湿等 )的
评价确认。

图 3表里是将 IC封装剂最低粘度 (粘度变化 )用恒速率升温
模式测试的粘度－时间曲线。从曲线上可以看出，117℃附近是
最低粘度。对成形温度进行评价。
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图 2. 恒温模式测试结果

图 3. 升温模式测试结果

■结论
本文介绍了岛津 CFT-EX流变仪采用升温模式和恒温模式

测试 IC密封胶流动性的试验。岛津 CFT系列 50多年应用、技
术积累，在热塑性树脂、热固性树脂、碳粉、橡胶等领域，各
种流动性材料的研究开发、工艺制定和品质管理等方面，提供
粘度、硬化特性、流动性能等物理特性评价和分析。
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